附件1：采购需求一览表

	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金额（万元）

	局放吊舱组件、加密芯片等物料采购项目
	智能识别算力功能模块
	AI算力：100 TOPS；
GPU 最大频率:≥918 MHz；
CPU：8 核 Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 位，搭载 32 个 Tensor Core 的 1024 核 NVIDIA Ampere 架构 ；
CPU 最大频率：≥2 GHz；
显存：16GB 128 位  LPDDR5 102.4 GB/s；
USB接口：3x USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) 3x USB 2.0；显示器接口：1x 8K30 多模 DP 1.4a (+MST)/eDP 1.4a/HDMI 2.1；
其他I/O：3x UART、2x SPI、2x I2S、4x I2C、1x CAN、DMIC 和 DSPK、PWM、GPIO；
功率：10W-25W；
规格尺寸：69.6mm x 45mm/260 针 SO-DIMM 连接器。
	块
	2
	接到供货通知后90日内
	12个月
	买方指定地点地面交货
	厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。
	业绩要求：2021年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过局放吊舱、局放检测设备、加密芯片、无人机相关配件、载荷销售业绩不少于2份，合同额累计不少于70万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。
	2

	
	安全加密芯片
	支 持 包 括 SM1\SM2\SM3\SM4 等 国 密 标 准 算 法；
集成多种外设： PCIE、USB、GPIO、SPI、UART等；
封装：BGA145；
电源域： 0.8V 1.8V 3.3V；
工作温度：-20℃-70 ℃；
存储温度：-40℃-125 ℃；
非凝结工作湿度：5%-85%；
非凝结存储湿度：5%-85%。
	个
	10
	
	
	
	
	
	

	
	64G安全加密TF卡
	处理器：C*Core 32 位 RISC 芯片；
通讯协议： SD2.0 标准协议；
EFLASH：128KB；
工作温度：商用级0℃-70℃，工业级：-20℃-85℃；
工作电压：3V；
功耗：静态<300uA,工作电流＜60mA；
支持包括：Windows、Linux、Android 等多种操作系统;
支持 SM1 / SM2 / SM3 / SM4 /RSA1024 / RSA2048 等算法;
支持数据存储；
支持SD-KEY。
	张
	10
	
	
	
	
	
	

	
	EVB芯片调试板
	尺寸：≤71mm*131mm；
工作电压：DC0.8V；
工作电流：≤15A；
支持接口：SPI、UART、JTAG、SSI、USB、电源等；
支持多款加密芯片功能验证；
支持定制。
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	
	RTK接入底板模块
	尺寸：≤92mm*52mm*15mm;
重量：≤60g;
天线接口类型；IPX1代座；
供电电压：DC9-24V：
供电接口：XT30PW（2+2）；
串口数量：1个；
串口波特率：115200/230400/460800；
定位数据更新率：≥5HZ；
支持网络RTK。
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	
	安全加密芯片接入底板模块
	模块尺寸：≤92mm*52mm*20mm;
重量要求：≤80g;
网络接口：RJ45 1000M；
USB接口：扩展网口；
串口速率：115200/230400/460800;
供电接口：XT30PW（2+2）；
支持算法：SM1\2\3\4;
供电电压：DC 9-24V。
	个
	6
	
	
	
	
	
	

	
	加密模块安全接入底板模块
	尺寸：≤120mm*55mm*20mm；
重量：≤150g；
网络接口：4*RJ45 100M；
PHY芯片接口：QSGMII接口；
网卡SoC封装接口：BGA封装；
加密SoC封装接口：QFN封装；
工作温度：优于0~55摄氏度；
网卡SoC供电电压：1～5V；
加密SoC供电电压：1～5V；
模块供电电压：9～25V；
加密算法：SM2/3/4算法；
调试串口：支持。
	个
	6
	
	
	
	
	
	

	
	安全接入模组
	支持接口: RGMII 等；
标准速率:千兆；
工作温度等级: 工业级；
支持国密算法: SM4 等；
尺寸:≤ 30mmx30mmx4mm；
工作电压: 3.3V ；
功耗：≤5W；
数据转发性能：＞50Mbps；
加密性能:＞30Mbps。
	个
	12
	
	
	
	
	
	

	
	防拆卸密码模块集成模组
	外部IO接口：RJ45/USB/IC卡槽/RS232串口；
LED状态灯：≥2个；
安全钥匙锁：支持；
物理防拆卸功能：支持；
抗电磁干扰功能：支持；
物理拆卸告警：支持；
蜂鸣器：有；
控制键：≥2个；
尺寸：标准2U/3U/4U机架式；
重量：＜20kg；
材质：铝合金
	个
	1
	
	
	
	
	
	

	
	密钥保护套件
	尺寸：＜120mm*80mm*80mm；
输入电压：3.3V-5VDC；
IO接口：PCIE；
支持介质接口：mSATA/SATA/USB；
管理接口：RS232等；
防拆卸设计：有；
物理破坏告警：有；
一键重置密钥：有：
对称密钥管理：不低于1024SLOT；
非对称密钥管理：不低于512SLOT；
主控CPU：集成；
身份管理：支持；
片上OS：支持；
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	
	工业电源
	尺寸：标准FLEX/SFX尺寸；
散热：有；
输入：220V@50Hz；
输出：12V/5VDC；
额定电流：＞0.5A；
额定输出功率：大于150W；
输出接口：24Pin/6Pin/4Pin；
稳压/防电涌：有；
无故障工作时间：＞30000h；
	个
	1
	
	
	
	
	
	

	
	高性能密码模块
	接口：PCIE接口；
供电：12V PCIE供电；
尺寸：标准PCIE半高/全高卡；
支持加密算法：国密SM2/3/4；RSA/DES/AES/ECC/SHA；
SM4性能：≥300Mbps（连续/1M每数据包）；
SM3性能：≥100Mbps（连续/1M每数据包）；
SM2性能：≥100Tps；
密钥存储区域：支持
证书存储区域：支持
防拆卸功能：支持
无故障工作时间：＞10000h；
支持操作系统：Linux/Windows；
工作温度：0℃-55℃
	个
	1
	
	
	
	
	
	

	
	工业级DOM
	接口：SATA接口；
供电：标准SATA供电；
存储容量：不低于1GB；
闲置功耗：＜200mW；
主控：集成；
存储芯片：单层/双层闪存；
工作温度：0℃-55℃；
工作湿度：10%-80%，非凝结；
纠错功能：支持ECC纠错；
使用寿命：＞300TB/通电＞10000h
	个
	1
	
	
	
	
	
	

	
	安全密码钥匙
	接口支持：ISO7816接口；
形态：接触式或非接触式IC卡；
权限管理：支持；
满足规范：满足PBOC应用规范；
密钥存储空间：＞4SLOT；
	个
	10
	
	
	
	
	
	

	
	商用密码模块后端综合服务板
	尺寸：≤305mm*330mm*35mm；
供电电压：5V-12V；
接口支持：PCIE接口、ISO7816接口、USB接口、串口、并口等，支持扩展RFID接口；
密码模块支持：PCIE高性能密码模块、USB-Key密码卡、TF密码卡、智能密码Key、可扩展密码RFID卡；
预装操作系统：密码服务定制化Linux；
CPU：集成高性能x86CPU；
IO桥片：集成SB/NB；
RAM：集成DDR3/4 ECC内存，不低于256M；
物理防拆卸：支持；
网卡：集成千兆自适应网卡；
网络接口：不少于2*RJ45；
工作温度：0℃-55℃；
工作湿度：10%-80%，非凝结；
无故障工作时间：＞10000h
	个
	1
	
	
	
	
	
	

	
	后端密码服务系统套件
	支持操作系统：Linux；
终端软件支持操作系统：Windows；
支持算法：SM2/3/4/RSA/AES/DES/SHA/ECC；
TCP/IP调用：支持；
TCP/IP配置：支持；
串口配置：RS232串口支持；
密钥标签：支持；
密码钥匙支持：≥10个
用户权限隔离：有；
最大用户数量：＞32个；
一键初始化功能：有；
安全接入支持：支持标准OpenSSL接口/协议；
SDK支持：有；
SDK程序设计语言支持：C++/C/Java
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	
	60GHz毫米波雷达模组
	调制方式：FMCW；
发射频率：60-64Ghz；
FOV：水平≥60°，垂直≥30°；
最大全向辐射功率≥15dbm；
刷新率≥10Hz；
功耗≤1.5W；
工作温度：-10℃-40℃；
尺寸：≤41mm*41mm*6mm；
重量≤5g。
	套
	6
	
	
	
	
	
	

	
	小型飞控模组
	PCBA尺寸：≤100mm*50mm*5mm；
控制精度：水平来回打杆航线重合度误差：＜ 2.0 m；
垂直上下飞行的水平控制误差：＜ 0.4m；
速度控制时延：＜ 100ms；
姿态控制时延：＜ 50ms；
轨迹跟踪精度(3 级风以下）：＜ 0.15 m；
轨迹跟踪精度(5 级风以下）：＜ 0.5 m；
支持重心辨识功能。
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	
	小型机载图传模块
	PCBA尺寸：≤80mm*20mm*5mm；
工作频率：支持2.4G/5.8GHz频段；
最大下载速率：≥5MB/s；
码流/分辨率：≥30Mbps/2K、4K；
支持上下行跳频、自适应码率功能；
延时：≤500ms；
最大传输距离：≥10km。
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	
	小型移动通信模组
	设备类别：Cat.4；
尺寸：≤101mm*51mm*6mm；
重量：≤100g；
支持制式：LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/TDS-CDMA/EVDO/CDMA20001X/GSM；
支持通信协议：TCP/IP、UDP；
最大下行速率：≥150Mbps；
最大上行速率：≥50Mbps。
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	
	小型机载核心计算模组
	PCBA尺寸：≤150mm*50mm*5mm；
RAM≥8GB；
ROM≥128GB；
支持H.264/H.265；
AI算力：≥25Tops；
支持接口：USB Type-C,Micro USB,SD 卡槽。
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	
	小型机载RTK模组
	PCBA尺寸：60mm*60mm*5mm；
定位精度：≤10cm；
支持制式：BDS/GPS/GLONASS/Galileo；
工作温度：-10℃-40℃；
功能接口：支持UART；
支持北斗单模模式；
	个
	1
	
	
	
	
	
	

	
	小型机载动力模块
	电池容量：≥7100mAh；
输出电压：12V-15V；
电池类型：LiPo；
重量：≤600g；
电机外径≤30mm；
KV值≥500rpm/V；
额定输入功率≥150W；
电调调制方式：SVPWM。
	套
	2
	
	
	
	
	
	

	
	小型集成载荷模块
	支持拍摄可见光、红外图片、激光测距功能；
可见光相机有效像素≥5000万；
曝光补偿：±3EV 0.3EV/step；
红外镜头焦距：≤15mm；
分辨率≥640×512 @30Hz；
测温精度：±2℃或±2%；
激光测距范围≥1000m。
	个
	1
	
	
	
	
	
	

	
	机载视觉传感器模块
	最大探测距离：≥30m；
FOV：前后：≥60°(H)，80°(V)，上下：≥360°(H)，120°(V)；
尺寸：外径≤50mm；
有效避障速度：≥10m/s。
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	
	机场控制模块
	4 个 Intel 千兆网口，带浪涌防护；
支持内存规格 DDR4-2133, DDR4-2400, DDR4-2666；
电源供电：12V-30V 宽压直流输入；
支持最新 5G ；
兼容 4G 网络；
适配 5G 新基建；
支持 PCI/PCIe/Mini PCIe 总线插槽扩展。
	块
	2
	
	
	
	
	
	

	
	星地一体高精度定位设备
	直径：≤200mm；
高度：≤100mm；
RTK精度：水平：±(8+1×10﹣6D)mm，垂直：±(15+1×10﹣6D)mm；
启动时间冷启动≤50s，热启动≤15s；
主机重量≤1.5kg；
手持终端工作时间≥12h；
电池≥3400mAh。
	套
	2
	
	
	
	
	
	

	
	网络差分板卡
	功耗要求；＜1.8W；
电源输入：3.3V-3.4V；
卫星接收频率：GPS :L1，L2 北斗：B1 ,B2；
定位精度：水平：＜2cm；
高程：＜5cm
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	
	小型无人机图传板
	尺寸：≤200mm*150mm*50mm;
支持接口：HDMI、USB、网口；
天线接口：2.4G/5.8GHz频段双频SMA接口底座≥4座；
电源输入：12V-30V；
工作温度：-10℃-40℃；
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	
	声纹模拟器
	声压：＜80dB；
声音频率范围：20Hz-60kHz；
工作频率：25kHz±5khz；
PCM信号输出采样率：最高支持384k 32bit；
尺寸：136mm*105mm*45mm；
重量：≤450g；
外壳：铝合金壳体；
控制方式：支持红外遥控器无线控制；
接口：USB-C；
额定电压：5V（DC）；
额定电流：0.5A；
内部存储：USB-A U盘；
类型：NTFS,EXFAT,FAT32；
音频文件类型：APE,FLAC,WAV,MP3,M4A,WMA,AIFF,AAC,DSF,DFF,ISO,CUE；
工作温度：-20℃-60℃；
存储温度：-20℃-70℃。
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	
	麦克风传感器阵列
	通道数：≥128通道；
频率范围：2kHz-48kHz；
测试声压范围：28dB-132dB；
进行等面积多臂螺旋形阵列设计。
	组
	2
	
	
	
	
	
	

	
	螺旋状麦克风阵列安装板
	128通道螺旋麦克风阵列；
支持等面积多臂螺旋形阵列设计；
具备对麦克风信号进行放大、滤波、降噪等处理功能。
	套
	2
	
	
	
	
	
	

	
	光学摄像头
	摄像头视场角：≥62°；
摄像头像素：≥800万；
尺寸：≤26mm*25mm*10mm；
重量：≤3.5g；
焦距：3.04mm。
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	
	麦克风阵列系统及摄像头供电单元
	支持C12V转DC5V：系统和通信模组电源；
支持DC5V转DC3.3V低噪声：麦克风阵列电源；
支持DC3.3V转1.8V，1.2V，1V低噪声：采集卡电源；
支持DC5V转DC3.3V：可见光摄像头电源；
支持定制。
	套
	2
	
	
	
	
	
	

	
	多通道麦克风信号数据同步采集单元
	采集通道数量：≥128通道；
采样率：≥96k；
具备发生采样时钟信号功能；
支持同步采集128通道音频数据；
具备将音频数据进行转换以更高通信速率的协议传输到核心处理器中进行此算法处理的功能。
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	
	多通道麦克风信号数据储存单元
	内部存储：≥8GB；
外部存储：≥64GB；
支持128通道麦克风信号存储；
数据类型：.jpg（图片），.mp4（视频），.wav（音频）；
录制时长：≥5min；
数据导出：TF卡；
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	
	多通道麦克风信号处理及声压云图分析单元
	操作系统：Linux；
内核：4核；
主频：1.4GHz；
GPU算力：＞256GFLOPS；
通信接口：HDMI ；
支持自我诊断功能； 
支持麦克风检测功能，可以识别麦克风是否存在故障。
具备算法降噪功能；
具备PRPD图谱绘制功能；
具备基于波束形成算法、指向性拾音算法的局部放电检测功能；
具备放电类型识别功能；
	套
	2
	
	
	
	
	
	

	
	适配氢动力无人机降噪防护结构
	尺寸：≤167mm*167mm*210mm；
防护等级：≥IP42；
重量：≤300g；
材质：铝合金；
适配氢动力无人机；
支持物理降噪功能；
支持内部元器件防护功能。
	套
	2
	
	
	
	
	
	

	
	无人机噪音隔离及设备防护装置
	厚度：≥2mm；
重量：≤110g；
材质：纤维棉；
吸音棉厚度：特殊设计，厚度不一；
吸音棉重量：≤90g；
尺寸：≤165mm*165mm*190mm；
形状：整体呈筒状与降噪装置贴合；
支持物理降噪；
支持元器件软防护；
支持定制。
	套
	2
	
	
	
	
	
	

	
	麦克风防水透声结构套件
	防护等级：≥IP53；
一组128个：
具备防尘防水透声功能；
	组
	2
	
	
	
	
	
	

	
	自稳定吊舱通信系统
	百兆网口数量：≥1个；
固定接口：SKYPORT V2；
支持适配无人机结构挂载功能；
支持从无人机取电功能；
支持与无人机数据通信功能；
支持吊舱通信功能。
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	
	高精度小型自稳定云台电机
	匝数：40；
线径x股：≤0.22mm；
额定电压：DC 12V；
额定电流：1.1A；
额定扭矩：0.13N.M；
额定转速：800rpm；
最大空载转速：1000rpm;
堵转扭矩：1.4A；
线电阻：9.7Ω；
接线方式：Y；
相间电感：1mH；
转速常数：67rpm/V;
扭矩常数：0.12N.M/A；
转子惯量：42gcm²；
极对数：11对。
	个
	4
	
	
	
	
	
	

	
	吊舱自稳定云台结构
	重量：≤510g；
材质：铝合金+碳纤维；
尺寸：≤235mm*210mm*60mm；
轴数：2轴（航向角、俯仰角）；
支持定制。
	套
	2
	
	
	
	
	
	

	
	高精度吊舱姿态获取单元
	尺寸： ≤20mm*20mm*20mm；
重量： ≤100g；
供电电压： 5V、12V；
输出航向角范围：-180°-180°（无人机正前方0）；
输出云台俯仰角：-90°-90°（水平0°）；
姿态精度：≤1°；
固定结构：铝合金材质，双轴：
含惯性测量单元；
具备姿态解算功能，输出相对角度；
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	
	高精度吊舱自稳定控制系统
	供电电压：3.3V；
重量：≤20g；
具备独立控制CPU；
支持云台自稳定控制：
支持航向转动控制；
航向角控制范围：-90°-90°（无人机正前方0）；
支持俯仰转动控制；
俯仰角控制范围：-90°-0°（水平0°）；
支持云台去抖功能；
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	
	吊舱减震结构架带减震球
	减震架重量：≤200g;
结构架材质：碳纤维；
竖向载荷：≥1kg；
45°载荷：≥0.5kg;
侧挂载荷：≥0.5kg；
减震钢丝材质：304不锈钢；
股数：7*19根；
具备通信输入、输出接口：输入接口：USB-C；输出接口：SKYPORT；
	套
	2
	
	
	
	
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

